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(54) 发明名称

半导体路灯

(57) 摘要

本发明半导体路灯属于照明领域，半导体路

灯是包括由铝合金支座、铝合金导冷配件、铝合金

导热散热片支架、铝合金支承架外壳、铝合金压

盖、钢化玻璃组成，半导体制冷片放置在铝合金

支承架外壳上，铝合金导冷配件放置在半导体制

冷片上，在铝合金导冷配件上设置有铝合金导热

散热片支架，铝合金导热散热片支架安装在铝合

金支架上，在铝合金导热散热片支架上安装集成

光源模块，在集成光源模块前端设置平凸镜，平凸

镜安装在铝合金导热散热片支架上，铝合金反射

导向片安装在铝合金导热散热片支架上，本发明

较好地解决半导体路灯的热管理问题和可靠性问

题，发光效率高、节能效果更明显、光衰大幅减小、

使用寿命更长、造价成本更低。

(51)Int.Cl.

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请
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1.一种半导体路灯，包括由铝合金支座、电源线路、铝合金导冷配件、铝合金导热散热

片支架、铝合金支承架外壳、铝合金支架、铝合金压盖、钢化玻璃组成，电源线路安装在铝合

金支承架外壳上，铝合金支座安装在铝合金支承架外壳上，铝合金支架安装在铝合金支承

架外壳上，在铝合金支架上安装钢化玻璃，在铝合金支承架外壳上设置有装配定位螺栓孔，

铝合金支承条一端安装在铝合金支承架外壳上的装配定位螺栓孔上，铝合金支承条另一端

安装在铝合金导热散热片支架上，其特征是：半导体制冷片放置在铝合金支承架外壳上，

铝合金导冷配件放置在半导体制冷片上，在铝合金导冷配件上设置有铝合金导热散热片支

架，铝合金导热散热片支架安装在铝合金支架上，在铝合金导热散热片支架上安装集成光

源模块，在集成光源模块前端设置平凸镜，平凸镜安装在铝合金导热散热片支架上，铝合金

反射导向片安装在铝合金导热散热片支架上，集成光源模块是由包括芯片、芯片基座、硅

胶、电路板、灌注限量框构成，在电路板的中轴线等距离地设置 36个表面敷设纯金的芯片

基座，芯片用导热性优良的绝缘银胶固定于基座上，金丝焊线连接芯片和电路板，在灌注限

量框内灌注混有荧光粉的硅胶，硅胶成型为平面状。

2.根据权利要求 1所述的半导体路灯，其特征是：在铝合金支架上安装硅胶防水配件，

钢化玻璃安装在硅胶防水配件上，在硅胶防水配件上有凹槽，钢化玻璃安装在硅胶防水配

件上的凹槽内，不锈钢螺栓固定铝合金压盖在硅胶防水配件上。

3.根据权利要求 1所述的半导体路灯，其特征是：在铝合金导冷配件上安装硅胶隔热

配件。

4.根据权利要求 1所述的半导体路灯，其特征是：铝合金导热散热片支架上的支脚安

装在铝合金支架上的装配定位孔上。

5.根据权利要求 1所述的半导体路灯，其特征是：在铝合金导热散热片支架上的凹槽

内安装橡胶配件，集成光源模块安装在橡胶配件的凹槽内。

6.根据权利要求 1所述的半导体路灯，其特征是：集成光源模块将 36颗芯片分成 9组，

先把每组的 4颗芯片进行并联连接，再把 9组芯片以串联方式连接。

权  利  要  求  书
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半导体路灯

技术领域

[0001] 本发明半导体路灯属于照明领域，特别是一种半导体芯片发光路灯。

背景技术

[0002] 路灯是城市照明的重要组成部分，通常采用气体发光的高压钠灯和金卤灯，这些

灯具整体上光效低、造价高的缺点造成了能源的巨大浪费，而且寿命短、维护成本高并且不

环保。以传统 LED为代表的半导体路灯是固体发光，由于具有体积小、寿命长、安全、低电

压、节能、环保等优点而迅速成为世界各国寄予厚望的公共照明产品。传统 LED中的发光芯

片效率高、寿命长，但并不意味着 LED路灯自动地延长寿命。实际上，半导体材料的导热率

只有一般金属的千分之几，散热慢，温升大，因此 LED在工作过程中，发光芯片只将一少部

分的电能转化成光能，大部分的能量被转化成了热量，这些热量都集中在面积很小的芯片

内，使得芯片内部温度居高不下。另外，传统 LED路灯的发光芯片通常为发热量大、对散热

环境要求高的大功率 (1瓦以上 )芯片，而其封装普遍都是沿用着指示性照明 LED芯片的封

装工艺，该工艺虽然成熟，但实际上并不适合普通照明尤其是市政照明对半导体光源封装

的要求，相反，更加剧了温升对制约半导体路灯发展的造成的障碍，其原因 1、荧光粉几乎直

接包裹着芯片，热量难以往外散发；2、热量必须先传导至支架然后再通过支架传导到外部

的散热结构，散热路径复杂且由于支架的截面面积微小而导致热阻大、散热效果差。发光芯

片内部温度升高，会造成以下影响：(1)加速光衰，缩减 LED光源的使用寿命。(2)工作电压

减少、光强减少，从而使光的波长漂移变长，直接影响到发光质量。(3)降低驱动电源的效

率。(4)损伤磁性元件及输出电容器等元件的寿命，使驱动电源的可靠度降低。为解决上述

矛盾，传统 LED路灯采用了调整间距和附加散热装置方法，例如：调整每个 LED的间距；打

散热孔并加装散热片；安装风扇或灌注冷却液进行冷却等。这些方法在理论上是可行的，但

在实际应用中受到许多客观条件的影响，散热效果并不理想，而且造价成本高。此外，传统

LED路灯由于封装工艺、光学设计和灯具结构存在的不足之处，还造成了光密度很高、光线

很刺眼，但光的传播距离却不理想的现象。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为避免现有技术的不足之处，而提供一种具有集成光源模块组合

发光、平凸镜与反射导向片增加光距和光照范围、半导体制冷强制散热，节能效果更明显、

使用寿命超长、造价成本更低的半导体路灯。

[0004] 本发明的目的是通过以下措施来达到的，半导体路灯是包括由铝合金支座、电源

线路、铝合金导冷配件、铝合金导热散热片支架、铝合金支承条、铝合金支承架外壳、铝合金

支架、铝合金压盖、铝合金导热散热片支架、钢化玻璃组成，电源线路安装在铝合金支承架

外壳上，铝合金支座安装在铝合金支承架外壳上，铝合金支架安装在铝合金支承架外壳上，

在铝合金支架上安装钢化玻璃，在铝合金支承架外壳上设置有装配定位螺栓孔，铝合金支

承条一端安装在铝合金支承架外壳上的装配定位螺栓孔上，铝合金支承条另一端安装在铝

说  明  书
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合金导热散热片支架上，半导体制冷片放置在铝合金支承架外壳上，铝合金导冷配件放置

在半导体制冷片上，在铝合金导冷配件上设置有铝合金导热散热片支架，铝合金导热散热

片支架安装在铝合金支架上，在铝合金导热散热片支架上安装集成光源模块，在集成光源

模块前端设置平凸镜，平凸镜安装在铝合金导热散热片支架上，铝合金反射导向片安装在

铝合金导热散热片支架上，集成光源模块是由包括芯片、芯片基座、硅胶、电路板、灌注限量

框构成，在电路板的中轴线等距离地设置 36个表面敷设纯金的芯片基座，芯片用导热性优

良的绝缘银胶固定于基座上，金丝焊线连接芯片和电路板，在灌注限量框内灌注混有荧光

粉的硅胶，硅胶成型为平面状。

[0005] 本发明在铝合金支架上安装硅胶防水配件，钢化玻璃安装在硅胶防水配件上，在

硅胶防水配件上有凹槽，钢化玻璃安装在硅胶防水配件上的凹槽内，不锈钢螺栓固定铝合

金压盖在硅胶防水配件上。

[0006] 本发明在铝合金导冷配件上安装硅胶隔热配件。

[0007] 本发明的铝合金导热散热片支架上的支脚安装在铝合金支架上的装配定位孔上。

[0008] 本发明在铝合金导热散热片支架上的凹槽内安装橡胶配件，集成光源模块安装在

橡胶配件的凹槽内。

[0009] 本发明的电源线路安装在铝合金支承架外壳上，电源线路连接集成光源模块。

[0010] 本发明的集成光源模块将 36颗芯片分成 9组，先把每组的 4颗芯片进行并联连

接，再把 9组芯片以串联方式连接。这样的连接方式能够结合所选择芯片的电压数值，确保

光源的电压控制在 36伏安全范围内。

[0011] 本发明为防止某颗芯片烧毁后对其他芯片的工作电流和电压造成影响，在电路板

上设计了由电阻、电容等元件组成的过流、过压保护装置。

[0012] 在铝合金导热散热片支架上设置有散热翅片。

[0013] 在铝合金支承架外壳上设置有散热翅片。

[0014] 本发明采用的集成布光技术，使每一集成光源模块上的 36颗蓝光芯片发出的蓝

光能够在穿透硅胶的过程中，激发均匀分散在硅胶里的黄色荧光粉及小量红色荧光粉，并

与它们发出的黄光和红光互补，形成色温在 5000-7000K的三基色暖白光和正白光，由于白

光是透过平面状的硅胶层射出，因此使集成光源模块实现了平面化。与同等功率、采用 LED

形成的点状光源相比，集成光源模块的光效 (即每瓦功率产生的光通量，是综合衡量灯具

节能效果的重要指标之一 )进一步得到提升，而且光线分布得非常均匀，无眩光，不刺眼，

光污染的程度大大减小，

[0015] 本发明的电路板材质为高导热性能的铝合金，电路板除了作为敷设电路、承载芯

片的载体外，还成为有效排除芯片所产生热量的散热体，芯片的产生的热量直接传导到电

路板，使散热路径比传统 LED光源变得更直接、简单，同时，单颗芯片能够获取到的散热面

积远远大于 LED芯片的所拥有的散热面积。

[0016] 本发明的封装胶料为经过高温硫化的苯基系有机硅胶，该硅胶除了具有优良的光

二次传递及光线散射能力外，还具有优异的耐热性、耐温老化特性和电气绝缘性能、拒水性

及防尘性。

[0017] 本发明采用的发光荧光粉为发出黄光的钇铝石榴石荧光粉和发出红光的氧化钇，

它们与蓝光芯片发出的蓝光互补成为三基色白光。此外，在封装的硅胶中还加入了光致储

说  明  书
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能、稀土激发、无毒无放射性的长余辉发光材料——碱土硅铝酸锶，该物质通过小量吸收发

光荧光粉和芯片发出的光能并转化后储存在晶格中，在关闭灯具电源后，又可将能量转化

为光能而发光，而这样的光致储能特性，将使路灯的关闭时间得以提前，进一步提高了节能

效果并起到应急灯的作用。

[0018] 本发明在集成光源模块前端设置了对光起到反射和发散作用的平凸镜和反射导

向片，对光源发出的光线进行多次发散放大和反射，满足了路灯对光距和照射范围的要求，

[0019] 本发明的半导体制冷片是利用半导体材料的珀尔帖效应来产生负热阻的制冷技

术，即当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时 .在电偶的两端即可分别吸收热

量和放出热量，从而实现制冷的目的。半导体制冷片具有能耗低、制冷速度快、可实现温控

智能化、无二次污染等优点，

[0020] 本发明较好地解决半导体路灯的热管理问题和可靠性问题，发光效率高、节能效

果更明显、光衰大幅减小、使用寿命更长、造价成本更低。

附图说明

[0021] 附图 1是本发明的结构示意图。

[0022] 附图 2是本发明的部件结构示意图。

[0023] 附图 3是附图 1的 A-A截面示意图。

[0024] 附图 4是附图 1的 B-B截面示意图。

[0025] 附图 5是本发明的集成光源模块结构示意图。

[0026] 附图 6是本发明的集成光源模块结构示意图。

[0027] 附图 7是本发明的制冷电路示意图。

具体实施方式

[0028] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0029] 图中：铝合金支座 1、电源线路 2、半导体制冷片 3、铝合金导冷配件 5、不锈钢螺铨

6、铝合金导热散热片支架 7、不锈钢螺栓 8、硅胶防水配件 9、铝合金支承条 10、装配定位螺

栓孔 12、铝合金支承架外壳 13、硅胶隔热配件 14、硅胶隔热配件 15、铝合金支架 16、硅胶防

水配件 18、铝合金压盖 19、不锈钢螺栓 20、铝合金反射导向片 21、平凸镜 22、集成光源模块

23、光感传感器24、铝合金导热散热片支架25、不锈钢反射片26、钢化玻璃27、橡胶配件28、

不锈钢螺栓 29。电路板 31、灌注限量框 32、芯片 33、芯片基座 34、硅胶 35、保护装置 36、电

源传感器装置 37。

[0030] 如附图 1、附图 2所示，本发明半导体路灯是包括由铝合金支座 1、电源线路 2、半

导体制冷片 3、铝合金导冷配件 5、不锈钢螺栓 6、铝合金导热散热片支架 7、不锈钢螺栓 8、

硅胶防水配件 9、铝合金支承条 10、装配定位螺铨孔 12、铝合金支承架外壳 13、硅胶隔热配

件 14、硅胶隔热配件 15、铝合金支架 16、硅胶防水配件 18、铝合金压盖 19、不锈钢螺栓 20、

铝合金反射导向片 21、平凸镜 22、集成光源模块 23、光感传感器 24、铝合金导热散热片支架

25、不锈钢反射片 26、钢化玻璃 27、橡胶配件 28、不锈钢螺栓 29组成，铝合金支座 1通过不

锈钢螺栓 29安装在铝合金支承架外壳 13上，半导体制冷片 3放置在铝合金支承架外壳 13

上，铝合金导冷配件 5放置在半导体制冷片 3上，铝合金导冷配件 5通过不锈钢螺栓 6固定

说  明  书
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在铝合金支承架外壳 13上，在铝合金导冷配件 5上设置有铝合金导热散热片支架 7，铝合

金导热散热片支架 7安装在铝合金支架 16上，铝合金支架 16通过不锈钢螺栓 8安装在铝

合金支承架外壳 13上，铝合金支架 16和铝合金支承架外壳 13之间设置硅胶防水配件 9，

在铝合金支承架外壳 13上设置有装配定位螺栓孔 12，铝合金支承条 10一端安装在铝合金

支承架外壳 13上的装配定位螺栓孔 12上，铝合金支承条 10另一端安装在铝合金导热散热

片支架 7上，不锈钢螺栓 6上套有硅胶隔热配件 14，硅胶隔热配件 14安装在铝合金导冷配

件 4上，不锈钢螺栓 6固定铝合金导冷配件 4在铝合金支承架外壳 13上，铝合金导热散热

片支架 7上的支脚安装在铝合金支架 16上的装配定位孔上，硅胶防水配件 18安装在铝合

金支架 16上，不锈钢螺栓 20固定铝合金压盖 19在硅胶防水配件 18上，钢化玻璃 27安装

在硅胶防水配件 18上，在硅胶防水配件 18上有凹槽，钢化玻璃 27安装在硅胶防水配件 18

上的凹槽内，橡胶配件 28安装在铝合金导热散热片支架 7上的凹槽内，集成光源模块 23安

装在橡胶配件 28的凹槽内，在铝合金导热散热片支架 7上安装集成光源模块 23，在集成光

源模块 23前端设置平凸镜 22，平凸镜 22安装在铝合金导热散热片支架 7上，铝合金反射导

向片 21安装在铝合金导热散热片支架 7上，电源线路 2安装在铝合金支承架外壳 13上，电

源线路 2连接集成光源模块 23，在电路板上设计了由电阻、电容等元件组成的过流、过压保

护装置。在铝合金导热散热片支架上设置有散热翅片。在铝合金支承架外壳上设置有散热

翅片。

[0031] 如附图 3、附图 7所示，铝合金支座 1通过不锈钢螺栓 29安装在铝合金支承架外

壳上，半导体制冷片 3放置在铝合金支承架外壳上，铝合金导冷配件放置在半导体制冷片 3

上，在铝合金导冷配件上设置有铝合金导热散热片支架。半导体制冷片 3是利用半导体材

料的珀尔帖效应来产生负热阻的制冷技术，即当直流电通过两种不同半导体材料串联成的

电偶时 .在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量，从而实现制冷的目的。在铝合金导

冷配件上设置有电源传感器装置 37，电源传感器装置用于半导体制冷的温度控制。

[0032] 如附图 4所示，在铝合金导热散热片支架上安装集成光源模块，在集成光源模块

前端设置平凸镜，铝合金反射导向片安装在铝合金导热散热片支架上，电源线路安装在铝

合金支承架外壳上，电源线路 2连接集成光源模块，在电路板上设计了由电阻、电容等元件

组成的过流、过压保护装置。集成光源模块是由包括芯片、芯片基座、混有荧光粉的硅胶、电

路板、灌注限量框构成，在电路板的中轴线等距离地设置 36个表面敷设纯金的芯片基座，

将 36颗芯片分成 9组，先把每组的 4颗芯片进行并联连接，再把 9组芯片以串联方式连接，

这样的连接方式能够结合所选择芯片的电压数值，确保光源的电压控制在 36伏安全范围

内，芯片用导热性优良的绝缘银胶固定于基座上，金丝焊线连接芯片和电路板，电路板的布

线范围在灌注限量框内，往灌注限量框灌注混有荧光粉的硅胶进行封装，经过烘干后，硅胶

成型为平面状。

[0033] 如附图 5、附图 6所示，集成光源模块是包括由芯片 33、芯片基座 34、硅胶 35、电路

板 31、灌注限量框 32构成，在电路板的中轴线等距离地设置 36个表面敷设纯金的芯片基

座，将 36颗芯片分成 9组，先把每组的 4颗芯片进行并联连接，再把 9组芯片以串联方式连

接，在电路板上设计了由电阻、电容等元件组成的过流、过压保护装置 36，芯片用导热性优

良的绝缘银胶固定于基座上，金丝焊线连接芯片和电路板，硅胶含荧光粉，电路板的布线范

围在灌注限量框内，往灌注限量框灌注混有荧光粉的硅胶进行封装，经过烘干后，硅胶成型
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为平面状。

[0034] 如附图 7所示，半导体制冷片是利用半导体材料的珀尔帖效应来产生负热阻的制

冷技术，即当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时 .在电偶的两端即可分别吸

收热量和放出热量，从而实现制冷的目的。
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图 1
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图 2

说  明  书  附  图

https://thermal.biz



CN 101929644 A 3/5页

10

图 3
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图 4

图 5
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图 6

图 7
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